
Masa butylowa aplikowana 
na budowie w styku płyt

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montażowa

Płyta dachowa PolDeck TD

Uszczelka  PU 15x4

Obróbka 029

Obróbka 030

Obróbka 026

Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości płyt 
oraz materiału profilu nośnego i grubości jego ścianek 

Blachowkręt 4.8x20 
z podkładką z EPDM

Blachowkręt 4.8x20 
z podkładką z EPDM

Łącznik do muru/betonu co 300mm

Uszczelka G01

Łącznik do muru/betonu co 300mm

Mocowanie obróbek - rozstaw blachowkrętów (nitów) co 300mm/do zewn. okładziny płyty TD -w każdym garbie

Masa butylowa aplikowana 
na budowie

Obróbka 010 (typ "a" lub "b")


